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Abstract (en)
The method for producing a hollow compound insulator (1) for medium and high voltages involves formation of a screening (5) of HTV (high
temperature vulcanizing) silicone rubber around a plastic pipe (2) by injection molding. At least a section of the plastic pipe is supported against the
pressure of the silicone rubber material at least during a part of the injection molding process. Also claimed is a resultant hollow compound insulator.

Abstract (de)
Zur Herstellung eines Verbundisolators (1) wird dessen mit Flanschen (3, 4) versehenes Kunststoffrohr (2) in eine Spritzgussform (8) eingebracht.
Der Hohlraum (9) der Spritzgussform entspricht dabei in seiner Gestalt der aufzubringenden Beschirmung aus Silikonkautschukmaterial. Es
wird eine Beschirmung aus HTV-Silikonkautschukmaterial durch Spritzguss aufgebracht, wobei das Kunststoffrohr (2) durch ein eingeschobenes
Metallrohr (10) wahrend des Spritzgussverfahrens abgestiitzt wird. Dies erlaubt die Einbringung von HTV-Material unter hohem Druck und mit hoher
Temperatur, ohne Gefahr der Beschadigung des Kunststoffrohres. Das HTV-Material hat den Vorteil, dass es sehr schnell vulkanisiert, was ein
rasches Entformen des Isolators (1) und die unmittelbare erneute Verwendung der Form erlaubt. <IMAGE>
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